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【平成２４年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 
 A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 
○ A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 A－ 
当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、一部に 
遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

 B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 C 
当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止

が適当である 
（意見等） 
ＬＳＩの高性能化・高集積化は今後取り組むべき重要な課題であり、社会的意義が高い。本研究は、

チップ張り合わせ技術、チップ貫通配線及びチップ貫通光インターコネクションなどの技術を開発し、

三次元積層型光電子ＬＳＩの実現を目指している。特に、液体の表面張力を利用した位置合わせ技術は

新規性が高い。これまでに、一枚のウェハ上で 500 個のチップを 0.2µm以下の精度で一括位置合わせす

ることに成功している。またチップ貫通光インターコネクションに関しても、10µm径のアレイを完成し

ている。従って、三次元集積化技術を確立するという当初目標に向かって、着実に進展していると判断

できる。 
震災の影響で研究内容を一部修正する必要が生じたが、最終目標の達成という観点では大きな問題は

なく、三次元積層型光電子ＬＳＩが実現できると期待される。 

検証結果   研究進捗評価結果で見込まれたとおりの研究成果が達成された。 
研究目標である三次元積層型光電子集積システム・オン・チップの実現に向けて、グラ

フォアセンブリーによる三次元積層化技術、及び光インターコネクション技術・シリコン

フォトニクス技術を開発した。これらの技術開発によって、一枚のウェハ上における

0.2μm以下の精度での５００個以上のチップの一括位置合わせ、7.5μm径の垂直光インタ

ーコネクションの実現、並びに８０％以上の結合効率を持つグレーティングカップラの試

作に成功した。 
学術的に独創的かつ重要であるとともに、社会的意義が高い研究成果として評価でき

る。 
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